ANEXO |

a) Incorporar a lista:

NCM 2007 REQUISITO DE ORIGEM

2102.10.10  |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
2102.10.90 |Mudanca de posi¢éo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.11.20 |Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.11.30 |Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.11.40  |Mudanga de posicéo tariféria e 60% de valor agregado regional.
5603.12.30 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.12.40 |Mudanca de posi¢éo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.12.50 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.13.30 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.13.40 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.

5603.13.50 |Mudanca de posic¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.14.20 |Mudanca de posi¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.14.30  |Mudanca de posi¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.14.40 |Mudanca de posi¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.10 |Mudanca de posi¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.20 |Mudanca de posi¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.30 |Mudanca de posi¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.90 |Mudanca de posic¢do tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.92.20 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.92.30 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.92.40 |Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.93.20 |Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.93.30 |Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.93.40 |Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.




REQUISITO DE ORIGEM

Mudanca de posicao tariféria e 60% de valor agregado regional.

Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.

Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.

Deverdo ser produzidos a partir de produtos incluidos na posicdo 7206 ou 7207 ou
7218 ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.

5603.94.10 |Mudanca de posi¢io tarifaria e 60% de valor agregado regional. b) Eliminar da lista:
5603.94.20 |Mudanca de posi¢éo tariféria e 60% de valor agregado regional.
5603.94.30 |Mudanca de posi¢&o tarifaria e 60% de valor agregado regional. NCM 2007
5603.94.90 |Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional. 2102.10.00
7304.51.11 |Dever&o ser produzidos a partir de produtos incluidos na posi¢do 7206 ou 7207 ou 5603.91.00

7218 ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes. P
7304.51.19 |Deverdo ser produzidos a partir de produtos incluidos na posi¢éio 7206 ou 7207 ou 2603.94.00

7218 ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes. 7304.51.10
9006.10.10  |60% de valor agregado regional.
9006.10.90  |60% de valor agregado regional. 9006.10.00

60% de valor agregado regional.

ANEXO II

a) Substituir na lista

NCM 2007

ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

8443.32.21

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel bésico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do ||
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito |mprouo montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétri cas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.22

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentac&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.23

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.29

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.35

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.39

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel bésico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do ||
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétri cas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.51

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8443.32.59

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes el étricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8470.50.11

8470.50.19

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentac&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.30.12

MICROCOMPUTADORES PORTATEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso que implementem as fungdes de processamento e memoria, as con-
troladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicagdo serial e paralela,
cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de
circuito impresso que implementem as funcoes de rede local ou emulagdo de terminal, estas placas também deverdo ter a
montagem e soldagem de todos seus componentes; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente de-
sagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e
mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os
seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Tela (“display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item
8471.60.52. N&o descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete
de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentagfo.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.30.19

MICROCOMPUTADORES PORTATEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso que implementem as fungBes de processamento e meméria, as con-
troladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicagdo seria e paraela,
cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de
circuito impresso que implementem as fungdes de rede local ou emulag@o de terminal, estas placas também deverdo ter a
montagem e soldagem de todos seus componentes; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totamente de-
sagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e
mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os
seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Tela (“display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item
8471.60.52. N&o descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete
de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentaco.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.30.90

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecida nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.41.90

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Né&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.50.10

UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO DE PEQUENA CAPACIDADE. Cumprir com 0 seguinte processo
produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as
funcOes de processamento e memaria e as seguintes interfaces; em série, paralela, de unidades de discos magnéticos, de
teclado e de video, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporem no mMesmo Corpo O
gabinete placas de circuito impresso que implementem as fungdes de rede local ou emulagdo de terminal, estas placas
também deverdo ter uma montagem e soldagem de todos os componentes.B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Nao descaracteriza o
cumprimento do Regime de Origem definido, a inclusdo no mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos,
Opticos e fonte de alimentagdo.Nas unidades digitais de processamento do tipo "diskless’, destinadas a interconexdo em
redes locais, a montagem da placa que implementa a interface de rede local podera substituir a montagem das placas que
implementam as interfases em série, paraela e de unidades de discos magnéticos;

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.50.20

UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MEDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:A. Montagem
e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como minimo 3 (trés) das
5 (cinco) seguintes fungdes: &) processamento central; b) meméria; ¢) unidade de controle integradalinterface ou controladoras
de periféricos; d) suporte e diagndstico de sistema; €) canal ou interface de comunicago com unidade de entrada e saida de
dados e periféricos; ou, aternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem
qualquer destas fungdes; B. Montagem e integragéo das placas de circuito impresso e dos conjuntos €l étricos e mecanicos na
formacao do produto final; eC. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos
dever& ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentacdo, placas de circuito impresso e cabos.
Quando a empresa opte pela montagem do nimero de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que
se utilizem placas que sgiam padrdes do mercado, como por exemplo, placas de meméria do tipo "SIMM" do item 8473.30.42
ou 8473.50.50, sera considerada uma placa por fungéo, independentemente da quantidade de placas montadas para im-
plementar a funggo. Para cumprir com o disposto se admitira a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda 0 estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime
também se aplica as unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e |eitoras Opticas
e/ou magnéticas e as expansdes das fungdes mencionadas no item "A", inclusive quando n&o se apresentem NO MesmMo corpo
ou gabinete das unidades digitais de processamento.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8471.50.30 |UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MEDIA E GRANDE. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo:A. Mon-|I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
tagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como minimo |presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principal) ;
3 (trés) das 5 (cinco) seguintes funcdes: &) processamento central; b) memoria; c) unidade de controle integrada/interface|ll- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagndstico de sistema; €) canal ou interface de comunicagdo com unidade de|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
entrada e saida de dados e periféricos; ou, aternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito e étricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; Ill.-
impresso que implementem qualquer destas funcGes; B. Montagem e integragéo das placas de circuito impresso e dos|Configuracéo final do produto, instalagéo de software (quando for o caso) e
conjuntos elétricos e mecanicos na formagdo do produto final; eC. Quando a montagem do produto se redlize comtestes de funcionamento.
conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverdo ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de
aimentacdo, placas de circuito |mpr 0 e cabos. Quando a empresa opte pela montagem do nimero de placas de circuito
impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sgjam padrdes do mercado, como por exemplo,
placas de meméria do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, sera considerada uma placa por fungdo, in-
dependentemente da quantidade de placas montadas para implementar a fung@o. Para cumprir com o disposto se admitira
a utilizaco de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica as unidades de controle de periféricos,
tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras Opticas e/ou magnéticas e as expansdes das funcoes
mencionadas no item "A", inclusive quando n&o se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de
processamento.

8471.50.40 |UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MUITO GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Mon-|I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
tagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem pelo menos 2 |presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
(duas) das 5 (cinco) seguintes fungdes: a) processamento central; b) meméria; c) unidade de controle integradalinterface; |I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
d) suporte e diagndstico de sistemas; €) cana de comunicagdo, ou aternativamente, a montagem de pelo menos 3 (trés) |I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
placas de circuito impresso que implementem qualquer destas fungdes; B. Montagem e integracdo das placas de circuito el étricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
impresso e dos conjuntos elétricos e mecanicos na formagdo do produto final; eC. Quando a montagem do produto se|Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverdo ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: (testes de funcionamento.
fontes de alimentacao, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela montagem do ndmero de placas
de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sgjam padres do mercado, como
por exemplo, placas de memoéria do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, sera considerada uma placa por
funcdo, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a funcéo. Para cumprir com o disposto se
admitird a utilizacdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica as unidades de controle de
periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras Opticas e/ou magnéticas e as expansdes das
fungdes mencionadas no item "A", inclusive quando n&o se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais
de processamento.

8471.50.90 |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com|lI- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nado
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8471.60.52 |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes has placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cies 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile” dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuraggo final do produto, instalagéo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos|testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8471.60.53  |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem detodos os componentes nas placas de dircuito impresso; B. Montagem |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
daspartesel étricasemecanicas, totd mente desagregadas, em nivel basico decomponentes; e C. Integracdo das placasdearcuitoimpressoedas presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
partes détricas e mecanicas na formagdo do produto fina de acordo com ositens"A" e "B" anteriores. Ficam dispensados damontagem os|11- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 paraimpressoras das subposigbes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Me- |I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
canismosdoitem 8517.90.91 paragpardhosdefac-imile” dositens8517.21.10e8517.21.20; e 3) Banco demartd osdos subitens 8473.30.23 | el étricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
€8473.50.31 paraimpressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizaggo de suboonjuntos montados nos Estados | Configuraggo final do produto, instalagéo de software (quando for o caso) e
Partes por tercairos, sempre gue a produggo dos mesmos aenda o estabelecido nositens "A" e "B". N descaracteriza o comprimento do |testes de funcionamento.
regime de origem definido, ainclusio em um mesmo corpo ou gebinete de unidades de discos magnéticos, Gpticos e fonte de dimentago.

8471.60.59 |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes mddulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentac&o.

8471.60.61 |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes madulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto findl, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

8471.60.62  |Cumprir com 0 Seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nes placas dedircuitoimpresso; B. Montagem |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
dasparteselétricasemecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico decomponentes; e C. Integracgo dasplacasdedrauitoimpresso edas presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
partes e étricas e mecanicas na formacdo do produto fina de acordo com ositens"A" e "B" anteriores. Ficam dispensados damontagem os|11- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
seguintes modul os ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 paraimpressoras das subposgdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Me-|I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
canismosdoitem 8517.90.91 paragpardhosdefac-Simile” dositens8517.21.10e8517.21.20; e 3) Banco demartd osdos subitens8473.30.23 | el étricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
©8473.50.31 paraimpressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sa'aadmltldaamlllza;m de suboonjuntos montados nos Edtados | Configuracdo final do produto, instalaco de software (quando for o caso) e
Partes por terceiros, sSempre gue a produggo dos mesmos aenda o estabdecido nos itens "A" e "B". N descaracteriza o comprimento do |testes de funcionamento.
regime de origem definido, aindusio em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Opticos e fonte de dimentacio.

8471.60.80 Cumprlr com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito - Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-

impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.|presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
Integra(;ao das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com|lI- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o

descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de

discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.




8471.60.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;
B. Montagem das partes eléricas e mecanicas, totamente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao do produto final de acordo com os itens "A" e "B"
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos. 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para
impressoras das subposigOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens
8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a
producdo dos mesmos atenda o estabelecido nositens A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime de origem definido,
ainclusfo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.70.12

DISCOS RIGIDOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas
de circuito impresso; B. Montagem das partes € étricas e mecanicas, tota mente desagregadas, em nivel basico de componentes;C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao do produto fina de acordo com ositens
"A" e "B";D. Serd admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes, por terceiros, sempre que a producdo dos
mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B", e E. Para a producdo de discos magnéticos rigidos com capacidade de
armazenamento superior a 1 (um) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) n&o formatado, poderd ser feita a opgdo entre
cumprir com o disposto nositens "A" ou "B", sendo que, no caso do cumprimento do disposto no item "A" dever&o ser soldados
e montados todos 0os componentes nas placas de circuito impresso que implementem pelo menos duas das seguintes fungdes: @)
comunicacéo com a unidade controladora de disco; b) posicionamento dos conjuntos de leitura e gravageo; c) ou leitura e
gravacso.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.70.19

DISCOS RIGIDOS. Cumprlr com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas
placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes;C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final
de acordo com os itens "A" e "B";D. Serd admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes, por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B", eE. Para a producdo de discos
magnéticos rigidos com capacidade de armazenamento superior a 1 (um) GBY TES por HDA (Head Disk Assembly) ndo
formatado, podera ser feita a opgdo entre cumprir com o disposto nos itens "A" ou "B", sendo que, no caso do
cumprimento do disposto no item "A" deverdo ser soldados e montados todos os componentes nas placas de circuito
impresso gque implementem pelo menos duas das seguintes fungdes: @ comunicagéo com a unidade controladora de disco;
b) posicionamento dos conjuntos de leitura e gravacdo; c) ou leitura e gravacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagco do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.70.39

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do |l
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentac&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.70.90

8471.80.00

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do ||
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacao.

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integra(;ao das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do |l
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principd) ;
I1- Integracdo da placa de circuito |mpre$o montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
eletrlcas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracéo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
eletrlcas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracéo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.90.11

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.90.12

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.90.13

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producéo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fung@o de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8471.90.19

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentac&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8471.90.90

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integrac8o das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8472.90.10

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integrag8o das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8472.90.21

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagdo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentac&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso gque implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8472.90.29

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel bésico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8472.90.59

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicoes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8473.29.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e sol-
dagem nas placas de circuito impresso de todos 0os componentes, sempre que estes ndo partam da subposicéo 8473.30.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

8473.30.41

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e sol-
dagem nas placas de circuito impresso de todos 0os componentes, sempre que estes ndo partam da subposicéo 8473.30.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

8473.30.42

PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) COM UMA SUPERFICIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM2. REQUISITO:
Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada; B. Encapsulamento
da pastilha; C. Teste (ensaio) elétrico; D. Marcagdo (identificagdo) do componente (meméria); eE. Montagem e soldagem
dos componentes semicondutores (memdéria) no circuito impresso.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

8473.30.49

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e sol-
dagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes ndo partam da subposicéo 8473.30.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

8473.40.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e sol-
dagem nas placas de circuito impresso de todos 0s componentes, sempre que estes ndo partam da subposicéo 8473.30.

l.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

8473.50.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e sol-
dagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes ndo partam da subposicéo 8473.30.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
for 0 caso) e testes de funcionamento.

8473.50.50

PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) COM UMA SUPERFICIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM2. REQUISITO:
Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada; B. Encapsulamento
da pastilha; C. Teste (ensaio) elétrico; D. Marcag&o (identificagdo) do componente (memoria); eE. Montagem e soldagem
dos componentes semicondutores (memoria) no circuito impresso.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

8511.80.30

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel bésico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicoes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.11

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8517.12.12

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; €D - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.13

Mudanca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragao das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
II- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.19

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.21

Cumprir com o seguinte processo produtivo:A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por
produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes
elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&@o do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.22

Mudanga de posigdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.23

Mudanga de posigéio e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragao das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
II- Integracdo da placa de circuito |mprouo montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.29

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principa) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.31

Cumprir com o seguinte processo produtivo:A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por
produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes
elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&@o do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.33

Mudanga de posigdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag@o do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.39

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.41

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalagcdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.49

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.12.90

Mudanga de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&@o do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.18.20

Mudanga de posigdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8517.61.11 |Mudanca de posi¢o e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.61.19 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecéanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.61.20 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
| testes de funcionamento.
8517.61.43 |Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das|I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.61.49 |Mudanca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -|presso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das II- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétri cas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.61.91 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.61.92 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalaco de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.61.99 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes €l étricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.11 |Mudanga de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.13 |Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -|presso que implemente a funcao de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das I|- Integracdo da placa de circuito |mprouo montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final. das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.14 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.19 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes €l étricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
| testes de funcionamento.
8517.62.21 |Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.22 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no minimo 80% das

circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes el étricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

placas de circuito impresso por produto; Il.- Integracdo da placa de circuito
impresso montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito
impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos
na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuracdo final do produto, ins-
talacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.




8517.62.23

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no minimo 80% das
placas de circuito impresso por produto; Il.- Integragdo da placa de circuito
impresso montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito
impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos
na formataco do produto final, e ; Ill.- Configuragdo final do produto, ins-
talacéo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.24

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no minimo 80% das
placas de circuito impresso por produto; Il.- Integragdo da placa de circuito
impresso montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito
impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos
na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuragdo final do produto, ins-
talagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.29

Mudanca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragao das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéio de Processamento central (placa principa) ;
II- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.31

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag@o do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.32

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes €elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
||- Integracéo da placa de circuito |mpr&sso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
eletr|cas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.33

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.41

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag@o do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.48

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.51

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.53

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag@o do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.55

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.61

Mudanca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; €D - Integragao das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principa) ;
II- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.62

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag@o do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
|, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.64

Cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por
produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes
elétricas e mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8517.62.65

Cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por
produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nhas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes
elétricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8517.62.71 |Mudanca de posi¢io e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - |presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.72 |Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - |presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.79 |Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - |presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.91 |Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - |presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.93 |Mudanca de posi¢io e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - |presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.94 |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no minimo 80% das
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. |placas de circuito impresso por produto; Il.- Integragdo da placa de circuito
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com|impresso montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para|na formatacdo do produto final, e ; Ill.- Configuragdo final do produto, ins-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |talagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.
8517.62.95 |Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto fina, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.62.96 |Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatag@o do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8517.70.10 |Circuitos impressos montados com componentes elétricos ou eletrénicos. Montagem e soldagem nas placas de circuito|l.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso de todos os componentes, sempre que estes ndo partam da subposi¢ao 8473.30 impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.
8523.52.00 |[COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo|l.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste|impresso; I1.- Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando
(ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagao (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior [for o caso) e testes de funcionamento.
que cinco micrémetros (micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar ou processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dis-
pensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8523.59.10 |Mudanca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando
Montagem das partes el étricas e mecéanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das|for o caso) e testes de funcionamento.
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.
8525.50.19 |Mudanca de posi¢io e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - [presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Montagem das partes el étricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das|l1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo do produto final. I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.
8525.50.29 |Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-

circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configurago fina do produto, instalacio de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8525.60.10

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes €l étricas e mecéanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8525.60.90

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes €l étricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8528.51.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, pticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8528.51.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8528.61.00

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacéo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8529.90.12

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e sol-
dagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes ndo partam da subposi¢ao 8473.30.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragdo final do produto, instalacio de software (quando
for 0 caso) e testes de funcionamento.

8531.20.00

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8537.10.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes mddulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8537.10.19

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8537.10.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8543.70.12

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




8543.70.14

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8543.70.15

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
|, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8543.70.19

Mudanca de posi¢gdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes €l étricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integragéo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8543.70.39

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes €l étricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

8543.70.91

Mudanga de posi¢do e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de
circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C -
Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; eD - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9030.33.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentac&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9030.33.19

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, pticos e fonte de alimentagdo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integragdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9030.39.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes mddulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecida nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacdo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9030.40.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacdo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9030.40.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes mddulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
|, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9030.40.30

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il1.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




9030.40.90 |Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das|presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto find de acordo com os itens "A" e "B" |II- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens el étricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens|Configuragd@o final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a testes de funcionamento.
produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nositens"A" e "B". N&o descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido,
ainclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, pticos e fonte de alimentacéo.

9030.82.10 |Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

9030.82.90 Cumprlr com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.|presso que implemente a funcao de Processamento central (placa principal) ;
Integra(;ao das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com|lI- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

9030.89.40 |Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos; 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicies 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martel os dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

9030.89.90 |Cumprir com 0 Seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos 0s componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacao do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos |testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

9030.90.90 |Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes madulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto find, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusd% em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

9031.80.40 |Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. |presso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ;
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentac&o.

9032.89.11 |Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito |- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos:; 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicies 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacd de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nado
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

9032.89.21 |Cumprir com 0 Seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C. presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
Integracéo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com|ll- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do|l, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 |Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos testes de funcionamento.

Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.
9032.89.22 |Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito|l- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-

impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel béasico de componentes; e C.
Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicies 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
11- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com 0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo fina do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.




9032.89.23

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagdo do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do ||
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o0 inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
eletrlcaa mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracéo fina do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.24

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, pticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatacéo do produto fina, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.25

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag@o do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.29

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
ositens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicOes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.81

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formago do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgd0 dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza 0 comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unldad&s de
discos magnéticos, épticos e fonte de alimentacao.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracdo da placa de circuito impresso montada de acordo com o0 inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.82

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentag&o.

|- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.83

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formago do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do ||
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacd de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Néo
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentag&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ;
I1- Integragdo da placa de circuito |mpresso montada de acordo com o inciso

das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
eletrlcaa mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracéo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.89.89

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com
os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do
item 8473.30.22 para impressoras das subposicBes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31
para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de subconjuntos montados nos
Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o
descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de
discos magnéticos, opticos e fonte de alimentag&o.

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito im-
presso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ;
I1- Integracéo da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso
I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes
elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuragdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e
testes de funcionamento.

9032.90.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. : Montagem e
soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes ndo partam da subposicéo
8473.30.

|.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito
impresso; 11.- Configuragéo final do produto, instalagdo de software (quando
for o caso) e testes de funcionamento.

b) incorporar

alista

NCM 2007 |REQUISITO DE ORIGEM

8443.31.11 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a funcéo de Processamento central (placa principal); 11- Integragdo da placa de circuito impresso montada
de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagédo do produto final, e ; Il1.- Configuragdo fina do
produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.12 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fung@o de Processamento central (placa principa) ; I1- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.13 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento centra (placa principal) ; I1- Integracdo da placa de circuito impresso

montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ;

final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

I11.- Configuragdo




8443.31.14 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.15 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.16 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagédo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.19 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fun¢do de Processamento central (placa principal) ; I1- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.91 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.31.99 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.31 |- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungéo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatat;ao do produto final, e ; Ill.- Configuragdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.32 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.33 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.34 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.36 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito |mpresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ; |- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatat;ao do produto final, e ; Ill.- Configuragdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.37 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.40 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.52 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagédo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.91 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito |mpresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; Il1- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatag:ao do produto final, e ; Ill.- Configuragdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.32.99 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8443.99.60 |l.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; 11.- Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.30.11 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes ha placa de circuito impresso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracéo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.41.10 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagéo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.49.00 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for 0 caso) e testes de funcionamento.

8471.60.54 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.70.11 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes ha placa de circuito impresso que implemente a funco de Processamento central (placa principa) ; Il1- Integracéo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.70.21 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.70.29 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for 0 caso) e testes de funcionamento.

8471.70.32 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.70.33 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatago do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8471.90.14 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagédo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8472.30.10 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8472.30.20 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8472.30.30 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8472.90.51 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagédo do produto final, e ; Ill.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8473.30.43 |I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; 11.- Configuraco final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.12.32 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo

final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.




8517.61.30 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.61.41 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.61.42 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.12 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; I11.- Configuragdo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.39 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuragdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.49 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.52 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ; 11- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.54 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Il.- Configuragéo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.59 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacéo do produto final, e ; Ill.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.77 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principa) ; I1- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.78 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatacdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.62.92 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8517.69.00 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; 11- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8528.71.11 |I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a fungdo de Processamento central (placa principal) ; I1- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; I11.- Configuragéo
final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

8538.90.10 |l.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; I1.- Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

¢) diminar da lista

NCM 2007

REQUISITO DE ORIGEM

8443.31.00

60% de valor agregado regional.

8443.32.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigoes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o cumprimento do Regime
de origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Opticos e fontes de alimentacéo.

8443.32.12

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢oes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile " dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o cumprimento do Regime
de origem definido a inclusio em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Gpticos e fontes de alimentacéo.

8443.32.13

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes €l étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizag8o de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o cumprimento do Regime
de origem definido a inclusio em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Gpticos e fontes de alimentacéo.

8443.32.19

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigoes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizago de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o cumprimento do Regime
de origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Opticos e fontes de alimentacéo.

8443.99.11

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes
ndo partam da subposicéo 8473.30.

8443.99.13

Mudanca de posicdo e que cumpra com o seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os
componentes has placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das placas de circuito impresso
e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

8443.99.19

Mudanga de posicao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

8443.99.21

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢oes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8443.99.24

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes €l étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza o cumprimento do Regime
de origem definido a inclusio em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Gpticos e fontes de alimentacéo.

8443.99.31

60% de valor agregado regional.

8443.99.39

60% de valor agregado regional.




8473.29.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formag&o do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

8473.30.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizacdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producéo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.30.19

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, total mente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formago do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.30.31

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.30.39

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.30.99

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.50.32

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formago do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.50.39

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producéo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8473.50.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, total mente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8517.70.92

Mudanga de posi¢éo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formag&o do produto final.

8517.70.99

Mudanga de posi¢éo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

8518.10.10

Mudangca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

8518.29.10

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

8528.41.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, total mente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formag&o do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentac&o.

8528.41.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8529.90.19

Mudanca de posic¢éo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagéo do produto final.

8540.50.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

8541.10.22

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcagdo (identificag@o);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.10.29

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcagdo (identificag@o);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.




8541.10.92

8541.10.99

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monaliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de redlizar as etapas "A" e "B" anteriores.

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de redlizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.29.20

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagao (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoaliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.30.21

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.30.29

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de redlizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.40.16

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificago);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.40.21

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagao (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.40.22

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.40.26

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoaliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.40.31

CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento fisico-quimico referente as etapas de diviso, texturizacio e metalizacdo; B. Encapsulamento da pastilha
montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; e D. Marcacdo (identificacdo).

8541.40.32

CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento fisico-quimico referente as etapas de divisdo, texturizacio e metalizacdo; B. Encapsulamento da pastilha
montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; e D. Marcacdo (identificacdo).

8541.50.20

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monaliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8542.32.21

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8542.32.29

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagao (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monaliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8542.32.91

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8542.33.90

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagdo (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8542.39.39

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagdo (identificago);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8542.39.99

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagao (identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros (micra)
e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos Estados Partes ficam
dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8543.70.92

8543.70.99

Mudanca de posicéo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas total mente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.
Mudanga de posicao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes
nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formagdo do produto final.

8544.70.10

CABQOS OPTICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunido de fibras em grupos; C. Reunido para formagdo de nicleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagéo de
armacdo metdlica e marcagdo; E. Serd admitida a realizac8o das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverdo realizar
aividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagdo do produto a sua fabricagdo e teste (ensaios) de aceitagdo operacional; eG. Os cabos 6pticos deverdo utilizar fibras Opticas que
atendam o requisito especifico de origem definido para as mesmas.

8544.70.30

CABOS OPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunido de fibras em grupos; C. Reunido para formagio de niicleos; D. Extrusio da capa ou aplicagdo de
armagdo metdlica e marcagdo; E. Ser4 admitida a realizagdo das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverdo realizar
atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagdo do produto a sua fabricacdo e teste (ensaios) de aceitacdo operacional; eG. Os cabos opticos deverdo utilizar fibras 6pticas que
atendam o requisito especifico de origem definido para as mesmas.

8544.70.90

CABQOS OPTICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunido de fibras em grupos; C. Reunido para formagdo de niicleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagéo de
armagdo metdlica e marcagdo; E. Serd admitida a realizacdo das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverdo realizar
atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptag@o do produto a sua fabricagdo e teste (ensaios) de aceitagdo operacional; eG. Os cabos 6pticos deverdo utilizar fibras Opticas que
atendam o requisito especifico de origem definido para as mesmas.

9001.10.11

FIBRAS OPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento fisico-quimico que resulte na obtencdo da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D. Embalagem; E. Sera
admitida a realizagdo da atividade descrita no item "A" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; eF. As empresas deverdo redlizar atividades de engenharia referentes ao
desenvolvimento e adaptacdo do produto a sua fabricacéo e teste (ensaios).

9001.10.19

FIBRAS OPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento fisico-quimico que resulte na obtengfo da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D. Embalagem; E. Sera
admitida a realizagdo da atividade descrita no item "A" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes;, eF. As empresas deverdo realizar atividades de engenharia referentes ao
desenvolvimento e adaptacdo do produto a sua fabricacéo e teste (ensaios).

9001.10.20

CABQOS OPTICOS. Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunido de fibras em grupos; C. Reunido para formagdo de niicleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagéo de
armagdo metdlica e marcagdo; E. Serd admitida a realizacdo das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverdo realizar
atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptag@o do produto a sua fabricagdo e teste (ensaios) de aceitagdo operacional; eG. Os cabos 6pticos deverdo utilizar fibras Opticas que
atendam o requisito especifico de origem definido para as mesmas.




9026.10.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel béasico de componentes; e C. Integracdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposigdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizag@o de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Nao descaracteriza 0 comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, Opticos e fonte de alimentaco.

9028.30.11

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel bésico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizag@o de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentag&o.

9028.30.21

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel bésico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacdo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producéo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.

9028.30.31

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes el étricas e mecanicas, totalmente desagregadas,
em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida
a utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". N&o descaracteriza o comprimento do regime
de origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos e fonte de alimentacéo.
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